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(§) Chipkarten, Verfahren zur Herstellung derselben, Zwischenerzeugnis sowie System zur Priifung der Echtheit 
derart hergestellter Chipkarten 

@ Es wird eine Chipkarte beschrteben, bei der ein den 
Chip (IC-Baustein) enthaltendes Tragerelement als sepa- 
rates Bauteil mittels eines phototumineszierenden Kle- 

bersin eine Aussparung des Kartenkorpers eingesetzt ist, ,^ 
Herstellungsverfahren dazu, ein Zwischenerzeugnis so- 
wie ein System zur Prufung der Echtheit derart hergestell- 
ter Chipkarten. 
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Bcschrcibung 

Die Erfindung beziehl sicb auf Chipkarten, Vcrfabrcn zur 
Herstellung dersclbcn, cin Zwischenerzeugnis so wie auf ein 
System zur Prufung tier Edit licit von Chipkarten. 5 

Chipkarlen werden u. a. als Krankcnversichcrlenkarten, 
Gcldkarten, Kreditkart.cn, Zugangsberechtigungskarlcn fur 
das GSM-Funkiietz und als Teleforikarte eingesetzt. Bine 
dcrartige Chipkatlc ist. bei spiel sweise aus der 
DE41 26 874 CI bekannl. to 

Chipkarlen dieser Art weisen ein Tragerelement (cin so- 
genanntes Chipmodul) auf, das in cine Aussparung des Kar- 
tenkorpers cingebetlet ist. Das Tragereleinent hesteht aus 
zwei Teilen, namlich einem ersten Tcil, das auf einein 
Kunststoffsubstrat elcktrisch leilfahigc Kontaktflachen fur 15 
die Energicversorgung und den Datcnaustausch des Chips 
(integrierler Halbleiterbaustein) aufweist, und einem zwei- 
tcn Teil in Form eines VcrguBgehauses, das den Chip und 
die AnschluBleitungcn des Chips an die elektrischen Kon- 
taktflachen aufnirnmt und vor mechanischen Belastungcn 20 
schutzt. 

Ein wich tiger Aspekt in Verbindung mil Chipkarten ist 
der Schutz vor MiBbrauch, insbesondere der Schutz vor Ver- 
wendung von gefalschten Chipkarten, wobei der eigcntlich 
sicherheitsrelevante Datentrager der Chip ist, der sich in 25 
dem Tragereleinent (Chipmodul) befindet. 

Aus diescm Grunde wird in der DE 195 23 242 Al als Si- 
cherheitsmerkmal fur Chipkarten vorgeschlagen, das Kunst- 
stoffsubstrat auf dem sich die Kontaktflachen befinden, fluo- 
reszierend auszubilden, wobei das Ruoreszenzlicht durch 30 
die isolierenden, lichten Zwischenraume zwischen den me- 
tallischcn Kontaktflachen hindurch sichtbar ist. Hierbei gibt 
es jedoch den Nachtcil, daB cs moglich ist, das Tragerele- 
inent einschlieBlich des fluoreszierenden Kunststoffsub- 
strat s ohne Zerstorung desselben mutwillig aus dem Karten- 35 
korper herauszulosen- z. B. durch den Einsatz von Chcmi- 
kalien, die die Klebeverbindung zwischen Tragereleinent 
und Kartenkorper losen. Die Tatsache, daB das Tragerele- 
ment mil dem Chip als dem eigcntlich sicherheitsrelevanten 
Datentrager der Karte aus dem Kartenkorper beschadi- 40 
gungsfrei herausgelost werden kann und dann in einen andc- 
ren Kartenkorper eingesetzt werden kann, bedeutet ein ho- 
hes Sicherheitsrisiko. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein SicherheitsmerkmaL fur 
Chipkarten zu schaffen, so daB der vorstehend beschriebene 45 
Nachteil vermieden wird. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB zurFixicrung des Tragerelcmcnts in der Aussparung des 
Kartenkorpers ein phot olu mines zierender Kleber verwendet 
wird, wobei der pholoLumineszierender Kleber bei Beslrah- 50 
lung mil ultraviolctter Strahlung dann Licht einer groBeren 
Wellenlangc, vorzugsweise im sichtbaren Bereich, abstrahlt 
(emittiert). Dabei uinfaBt die Photolumineszenz sowohl die 
Ruoreszenz als auch die Phosporeszenz. 

In einer crsten erfindungsgemaBen Ausgestaltung befin- 55 
det sich der fluoreszierendc Kleber zumindest teilweise auch 
in einer umlaufcnden Rille (Spalt) zwischen Tragereleinent 
und Kartenkorper, die bcim Einsctzten des Tragereleinent s 
in die Aussparung des Kartenkorpers nonnalerweise frei- 
bleibt. Somit ist ein lichter Zugang zu dem ansonstcn ver- 60 
deckt unter dem Kunststoffsubstrat liegenden Kleber ge- 
schaffen. Auf diese Weise kann einerseits die fur die Anre- 
gung der Photolumineszenz benotigte ultraviolette Strah- 
lung, z. B. von einer sogenannten Schwarzlichtlampe, zum 
Kleber gelangen, und andererseits das Photolumineszenz- 65 
licht vom Kleber zum Augc des Bctrachters odcr in einen 
entsprechenden Sensor gelangcn. 

In einer zweitcn erfindungsgemaBen Ausgestaltung wird 
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ein Kunststoffsubstrat fur das Tragcrelement verwendet, daB 
fur ultraviolette Strahlung und fur die Photoluinineszenz- 
Strahlung des Klebers zumindest teilweise transparent ist. 
Daniil kann einerseits die UV-Strahlung durch die lichten 
Zwischenraume zwischen den i iiclaUisch.cn Kontaktflachen 
hindurch und dann durch das KunststofTsubstrat zum darun- 
tcr befindlichen photolumineszicrcnden Kleber gelangen, 
und andererseits kann das Photo lu mi neszenlicht vom Kleber 
durch das Kunststoffsubstrat und die lichten Zwischen- 
raume in der Met alii sierung hindurch zum Auge des Be- 
trachters oder in einen entsprechenden Sensor gelangen. 

Die Verwendung eines photolumineszierendcn Klebers 
hat gegenuber der Verwendung eines fluoreszierenden 
Kunststoffsubstrats den entscheidenden Vorteil, daB das Si- 
chcrheitsmcrkmal, namlich der photolumineszierende Kle- 
ber beim Herauslosen des Tragerelernents aus dem Karten- 
korper zerstort oder entfernt wird, da der Kleber quasi das 
Interface zwischen den beiden Zwischenerzeugnissen Tra- 
gereleinent und Kartenkorper bildet. Beim Wiedereinsetzen 
des hcrausgelosten Tragerelernents in einen anderen Karten- 
korper muBte der Falscher das Sicherheitsmerkmal wieder- 
herstellen, wodurch der Falschungsaufwand erhbht wird, 
insbesondere da photolumineszierende Kleber nicht ohne 
weiteres fur jedermann erhaltlich sind. 

Ein zusatzliches MaB an Sicherheit kann erreicht werden, 
wenn photolumineszierende Kleber verwendet werden, de- 
ren Photoluinineszenzspektrum spezieU auf die Parameter 
eines Sicherheitssystems bestehend aus einer UV-Strah- 
lungsqueUe und einem optischen Empfanger abgestimmt ist. 
Fur ein derartiges System wird eben falls Schutz bean- 
sprucht. 

Desweiteren werden nachfolgend Herstellungsverfahren 
fur die erfindungsgemaBe Chipkarten und fur ein Zwischen- 
erzeugnis beschrieben und fiir diese Schutz beansprucht, 

Anhand der beigefiigten Zeichnungen soil die Erfindung 
nachfolgend naher erlautcrt werden. Es zeigt: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Chipkarte mit eingesetz- 
teni Tragerelement (Chipmodul), 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Riickseite eines Tragerele- 
rnents, 

Fig. 3 einen Sennit t durch ein Tragerelement, 
Fig. 3 A einen schematischen Schnitt durch eine Chip- 
karte im Bereich des Tragerelernents, 

Fig. 4 eine schematische Skizze zur Herstellung eines 
Zwischenerzeugnisscs bei der Herstellung von Chipkarten, 
Fig. 5 eine Draufsicht auf das Zwischenerzeugnis, 
Fig. 6 eine stark vergroBerte Darstellung der Kontaktfla- 
chen im Bereich eines isolierenden, lichten Zwischenraums 
zur Verdeutlichung der geometrisch optischen Verhaltnisse 
unter Einbeziehung einer Schwarzlichtlampe und eines opti- 
schen Sensors zum limpfang der Photolumineszenzstrah- 
lung, 

Fig. 7 wie Fig. 6, jedoch mit dem Auge des Betrachters 
statt. eines Sensors, 

Fig. 8 A einen stark vergroBcrten Schnitt durch den Kar- 
tenkorper im Bereich der Aussparung mit dem noch nicht 
vollstandig eingesetzt en Tragerelement, 

Fig. 8 wie Fig. 8A, jedoch bei vollstandig eingesetztem 
Tragereleinent, wobei der Kleber teilweise in die urn das 
Tragerelement umlaufcnde Rille gequollen ist, 

Fig. 9 das Emissionsspektruin der Schwarzlichtlampe so- 
wie Phololumineszenzspektren fur jeweils unterschiedUch 
photolumineszierende Klebeschichten, 

In Fig. 1 ist eine Chipkarte in der Draufsicht gezeigt. Das 
Tragerelement (2) mit seinen Kontaktflachen (2A1) ist unter 
Freilassung einer umlaufenden Rille (ID) in eine Ausspa- 
rung des Kartenkorpers (1) implantiert, Aus Griinden der 
Standardisierung ist in der ISO 78^6-2 die Lage und Min- 
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deslgroBc von Normkonlaklflachcn vorgcgcben; tatsachlich 
sind die Kontakl.fi ac hen (2A1) in cist, etwas groBer als die 
durch die Norm vorgeschriebene MindcstgroBc. Zur Ausbil- 
dung der Kontaktflachen sind in der Metal lisierung, die die 
cleklrisch leilfahigen Konlaktflaclicn bildet, isolierende, 5 
lichle Zwischenraume (2A2) vorgesehen. Die Breitc der 
Zwischenraume (2A2) belragt ca. 200 pin. Die Breite der 
umlaufenden Rille (ID) Hegt urigcfahr in derselben GroBen- 
ordnung. 

Das Tragcrc lenient (2) - vgl. Fig. 3 A - ist ein Zwischen- io 
crzeugnis bei der Herstellung von Chipkarten, das auch se- 
parat gehandelt wird. Jc nach Pert igungstiefe eines Chipkar- 
tenhcrstellcrs fertigl dieser die Tragerelcmente (2) selbst 
und implanticrt diese dann mi It els eines Klebers (3) in Kar- 
tenkorper (1) mil cincr entsprccbenden Aussparung (1A), IS 
oder aber der Chipkartenherstellcr bczieht Tragerelemente 
(2) von Dritien und iniplantiert diese in Kartenkorper (1). 

Ein derartiges als Zwischen crzeugnis hergestelltes Tra- 
gerclement (2) kann man aus im wesent lichen zwei Teilen 
bes teh end charakterisieren; nainlich einem ersten Tbil (2A), 20 
auf dem sich die Kontaktflachen (2A1) befinden, die auf ei- 
nem Kunststoffsubstrat (2A0) aufgebrachl: sind, und einem 
zweiten Teil (2B) in Porm eines VerguBgehauses, das den 
Chip (2B0) und die AnschluBIcitungen des Chips (2B1) an 
die Kontaktflachen (2A1) aufnimmt und als Schutz vor me- 25 
chanischen Belaslungen und Peuchtigkeil dtent. Dabei ragt 
der erste Teil (2 A) iibcr den Rand des zweiten Teils (VerguB- 
gchause, 2B) seitlich hinaus, wobei der uberstehende Be- 
reich zur Pixierung des Tragerelements (2) in der Ausspa- 
rung (1 A) des Kartenkorpers (1) dient. Die Aussparung (1A) 30 
ini Kartenkorper (1) - vgl. Fig. 3 - besitzt mittig eine Vertie- 
fung (IB), wobei die Aussparung (1A) urn die Vertiefung 
(IB) hcrum einc Auflageschultcr (1C) aufweist. Das Trager- 
element (2) ist dabei so in den Kartenkorper (1) eingebettet, 
daR das erste Teil (2A) mil dem Liber den Rand des zweiten 35 
Teils (2B) hinausragenden Bereich mittels eines photolumi- 
neszierenden Klebers (3) auf der Auflageschulter (1C) fi- 
xiert ist, wahrend das zweite Teil (2B) innerhalb der Vertie- 
fung (IB) Platz findet. 

Damit der photolurnineszierende Kleber (3), der sich ei- 40 
gentlich verborgen hinter der Ruckseitc des Tragerelements 

(2) befindet, als Sicherheilsmerkmal uberhaupt wirksam 
werden kann, muB die Chipkarte so ausgelegt sein, daB ein 
lichter Zugang zum photoluinineszierenden Kleber (3) vor- 
handen ist. Nur so kann einerscits das zur Anregung der 45 
Photolumineszenz notwendige ultraviollete Licht zum Kle- 
ber (3) gelangen, und andcrcrseits das voni Kleber (3) aus- 
gehendc Photolumineszcnzlicht zum Augc des Betrachters 
oder zu einem entsprechenden MeBgcrat (opt. Sensor, 8) ge- 
langen. 50 

Dies ist in einer ersten AusgestaLtung dadurch geldst, daB 
der photolurnineszierende Kleber (3) zumindest auch teil- 
weise in die um das Tragcrelement (2) umlaufende Rille 
(ID) hincinragt. 

Eine derart ausgestaltete Chipkarte kann durch folgende 55 
Verfahrcnsschritte hergestellt werden - vgl. Fig. 8A und 
Fig. 8-: 

In einem 1. Schritt wird ein Tragerclement (2) bereit ge- 
stellt, auf dessen Ruckseitc (den Kontaktflachen gegeniiber- 
licgend) einc phololumineszicrende HeiBklebeschicht 60 
(Schniclzklebcr, 3) aufgebrachl ist. Einc derartige Klebe- 
schicht (3) wird unter dem EinfluB von Druck und Warme 
aktivierl , wobei die Klcbeschicht (3) unter Die kenvenninde- 
rung scillich "ubcrquilir, d. h. die Plache der Klebeschicht 

(3) wird zu Lasten der Dicke verringert. Dann wird in einem 65 
2. Schritt ein Kartenkorper (1) mit cincr entsprechenden 
Aussparung (1A) bereitgestcllt. Nun wird in einem 3. Schritt 
schlicBlich das vorstehend beschriebenc Tragereleinent (2) 



103 CI 

4 

mittels eines beheizlcn Stempels (nichl dargcsteUl) unter 
dem EinfluB von Druck (P) und Warme (T) in die Ausspa- 
rung (1A) des Kartenkorpers (1) c ingesct zt. Bet ragt die 
Dicke der Klebeschicht (3) zu Begin n do so bctragt sic nach 
der Implantation nur noch d (d < d 0 ). Infolge davon befindet 
sich der photolurnineszierende HeiBklcbcr (3) nun nach der 
Implantation zum Teil auch in der um das Tragereleinent (2) 
umlaufenden Rille (ID), wodurch ein lichter Zugang zur 
Klebeschicht (3) crmoglicht wird. Damit die photolurnines- 
zierende Klebeschicht (3) nach der Implantation zumindest 
teilweise in die Rille (ID) hineinragt, sind die Dauer der 
Druck- und Warmebeaufschlagung, der Druck und die Tcm- 
peratur selbst sowie die Plache und Dicke der aufgebrachten 
HeiBklebeschicht (3) entsprechend aufeinander abgestinunt . 
Die HeiBklebeschicht (3) wird dazu vor der Implantation 
vorzugsweise so auf das Kunststoffsubstrat aufgebrachl, daB 
sie mit dem Rand des KunststofTsubstrats (2 AO) biindig ab- 
schlieBt - vgl. Fig. 2. ' ' 

In Fig. 2 ist eine Draufsicht auf die Riickseite des Trager- 
elements (2) gezeigt. Zu erkennen ist die Umrandung des 
transparent eingezeichneten VerguBgehauses (2B), das den 
Chip (2B0) und die AnschluBleitungen des Chips (2B1) an 
die Kontaktflachen (2AI) aufnimmt. Mit Ausnahme des 
VerguBgehauses (2B) befindet sich auf der gesamten Riick- 
seite des Tragerelements (2) eine photolurnineszierende 
HeiBklebeschicht (3), die auf dem in dieser Ansicht nicht 
dargestellten Kunststoffsubstrat angeordnet: ist. 

In einem alternativen Herstellungsverfahren (nicht darge- 
stellt) wird vor der Implantation des TVagerelements in die 
Aussparung des Kartenkorpers ein photolumineszierender 
Kleber, z. B auf der Basis von Cyanacrylat, in fliissiger oder 
pastoser Fonn eingebracht. Dabei ist die Menge des einge- 
brachten Klebers so dimensioniert, daB beim Einsetzen des 
Tragerelements dieser zumindest teilweise in die um das 
Tragerelement umlaufende Rille qui lit. 

In einer zweiten erfindungsgemaBen Ausgestaltung der 
Chipkarte wird ein Kunststoffsubstrat (2A0) fur das Trager- 
eleinent (2) verwendet, das fur ultra violette Strahlung und 
fur die Photolumineszenzstrahlung des photolumineszieren- 
den Klebers (3) zumindest teilweise transparent ist. Damit 
kann einerscits ultraviolette Strahlung durch die lichlen 
Zwischenraume zwischen den Kontaktflachen (2A1) bis 
zum photolumineszierenden Kleber (3) gelangen, und andc- 
rerseits Photolumineszenzlicht von dem Kleber (3) an das 
Auge des Betrachters gelangen. Hierfiir geeignete Kunst- 
stoffsubstrate (2A0) bestehen bspw. aus glasfaserverstark- 
tem Epoxyd, Polyester oder Polyamid. In einer Ausfiih- 
rungsfonn dieser- Ausgestalt ung ist auch das VerguBgchause 
(2B) fur ultraviolette Strahlung und fiir die Photolumines- 
zenzstrahlung des photolumineszierenden Klebers (3) zu- 
mindest teilweise transparent, wobei der photolurnineszie- 
rende Kleber (3) zumindest teilweise auch auf dem VerguB- 
gehause (2B) aufgebrachl. ist. 

In Fig. 4 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Zwi- 
schenerzeugnisses (6) - siehe.auch Fig. 5 - fur Chipkarten 
schematisch dargestellt. Dabei wird der photolurnineszie- 
rende Kleber (3) als Klebcband (4) im Rollc/RoUe- Verfah- 
ren auf ein zur Herstellung von Tragerelementen (2) dienen- 
des Kunststoffsubstrat band (S) aufgebrachl, das fiir eine 
Vielzahl von Tragerelementen (5) Kontaktflachen (2A1) 
und VerguBgchause (2B) mit Chips (2B0) aufweist. Das auf 
zubringende photoluniineszierende KIcbeband (4) weist da- 
bei Aussparungen fur die VerguBgchause (2B) auf, so daB 
diese anschlieBend nicht oder nur iin Randbereich mit der 
photolumineszierenden Klebeschicht (3) bedeckt sind. Da- 
mit es beim Wiederaufwickeln des erfindungsgemaB bc- 
schichteten Bandes (6) nicht zu Verklebungen kommt, wird 
vorzugsweise ein nicht klebendes, entfernbares Zwischen- 
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band (nicht dargcslcl.lt.) eingelegl. Vor dcr Implantation wer- 
den dann a us dem erfindungsgemaB beschichteteri Kunst- 
stoffsubstratband (6) die cin/,elnen Tragerclcmcntc (2) 
durch Slanzen herausgclost, die dann bereils mil einer pho- 
tolumineszierenden Klebeschicht (3) verschen sind. Soil 5 
dieses Zwischcner/eugnis (6) fiir Chipkarten gemaB der cr- 
sten Ausgcstaltung verwendel werden, so wird als Klebe- 
band (4) cin HciB klebeband verwendel. 

In einer Ausfuhrungsform weisl dcr Kleber (3) optische 
Aufheller, z. B. Derivate der Diaminostilbcnsulfosaure, 10 
Benzidin, Benzidazol, OxazoLderivate als photolumineszie- 
rende Bcsl.andt.eilc auf. 

In einer weiteren Ausruhrungsform weist der Kleber (3) 
sogenarinte Fluoreszcnzfarben, z. B. Rhodarnin oder Fluo- 
rescein, als photolumineszierende Bestandteile auf. 15 

In beiden Fallen ist der Kleber (3) in seinem Volumen 
gleichmaBig mil: den photolumineszierenden Bestandteilen 
durchsctzt. Dabci hat sich gezeigt, daB diese die Klebeei- 
genschan.cn nicht beeintrachtigen. 

Irn obcren Diagramm der Fig. 9 ist das Emissionsspek- 20 
trum einer ultraviolet ten Strahlungsquelle dargestellt. Der 
Wellenlangenbercich fiir die Anregung der Photolumines- 
zenz liegt. typischerweise zwischen 200 nm und 300 nra. 

In den darunter licgenden Diagrammen sind fur verschie- 
dene Klebeschichten, die jeweils unterschiedhche photolu- 25 
mineszierende Bestandteile en thai ten, die Photolumines- 
zenzspektren gezeigt. Je nach Wahl der photolumineszieren- 
den Bestandteile kann der gesamte sichtbare Spektralbe- 
reich von blau bis rot insgesamt oder selektiv abgedeckt 
werden. So kbnnten sich beispielsweise verschiedene Kar- 30 
ten hers teller jeweils durch Wahl eines bestimtnten phtotolu- 
mineszierenden Klcbers voneinander unterscheiden. 

Ein besonderes MaB an Falschungssicherheit wird erzielt, 
wenn cin optischer Sensor (8) zum Ernpfang und zur Aus- 
wertung der Photolumineszenzstrahlung vorgesehen ist. In 35 
diescm Fall sind das Photolutnineszenz-Emissionsspektrum 
der Klebeschicht (3) und die ultraviolette Strahlungsquelle 

(7) auf die Empfangscharakteristik des optischen Sensors 

(8) abgeslimnit, der die von der Klebeschicht (3) ausge- 
hende Photolu mineszenz-Strahlung empfangt, auswertet 40 
und mil einem vorgegebenen Erwartungswert vergleicht. 
Hierfiir wird eine kalibrierte UV-Strahlungsquelle init ei- 
nem definierten Etnissionsspektruin und definierter Intensi- 

tat eingesetzt. Dabei wird in einer ersten Ausruhrungsform 
dieses Sicherheitssy stems die spektrale Energieverteilung 45 
(das l 7 arbspektrum) der Photolumincszenz-Strahlung ausge- 
wertet . Alternativ oder auch zusatzlich wird die Intensitat 
(Helligkcit) dcr Photolumineszenz-Strahlung ausgewertet. 
Die Intensitat der Photolumineszenzstrahlung wird be- 
stiinint durch die Konzent ration der photolumineszierenden 50 
Bestandteile im Kleber, durch die Intensitat und Einschalt- 
zcit dcr UV-Lampe sowic ggf. durch die Absorption des 
KunststofTsubstrats. Weiterhin ist es vorgesehen, das Nach- 
leuchtcn der Photolumineszenzstrahlung nach dem Aus- 
sc halt en dcr ultraviolctten Strahlungsquelle (7) auszuwer- 55 
ten. Das Nachleuchten ist das charakteristische Phanomen 
dcr Phosphoreszenz. Aber auch bei der Fluoreszenz gibt es 
cin Nachleuchten, nur das hier das Nachleuchten sehr viel 
schneller abklingt als im Fall der Phosphoreszenz. Photolu- 
inineszierende StofTc mit Nachleuchtzeiten im Bereich zwi- 60 
schen 10" 4 sec. bis hin zu einigen zchn Sekunden bezeichnet 
man als phosphoreszierend. Stoffe mit Nachleuchtzeiten 
von 10~ 9 sec. bis 10" 5 sec. bezeichnet man als fluoreszie- 
rend. Dabei sind aber auch die kurzen Nachleuchtzeiten 
elcktronisch meBbar und lassen sich somit erfindungsgemaB 65 
auswertcn. 

Durch die Vcrwcndung eines hinsichtlich der vorstehend 
aufgefuhrten Parameter ganz speziell abgestimmten photo- 
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lumineszierenden Klebers wird ein erhohtes MaR an Sicher- 
heit erreicht, da nur eine Chipkarte mit diesem Kleber in 
dem System hinsichtlich der Photolumineszenz erwarlungs- 
gemaB reagiert. 

Daruber hinaus ist es noch vorgesehen, mit Hilfe des op- 
tischen Sensors (8) die Konturen des Photolumincszenzlich- 
tes hinsichtlich Licht und Schatten auszuwerten, die durch 
die verdeckenden Kontaktflachen sowie ggf. durch den Ver- 
lauf der umlaufenden Rille gegeben sind. Denn diese Gro- 
Ben sind ebenfalls spezifisch fiir bestimmte Tragerelernente/ 
Chipkarten. 

Bezugszeichenhstc 

1 Kartenkdrper 

1A Aussparung im Kartenkbrper 
IB Vertiefung in der Aussparung 

1C Auflageschulter in der Aussuarung urn die Vertiefung 
herum 

ID umlaufende Rille zwischen dem in die Aussparung ein- 
gesetzten Tragerelement und dem Kartenkbrper, 

2 Tragerelement 
2A erstes Teil 

2A0 Kunststoffsubstrat 
2A1 Kontaktflachen 

2A2 isolierende, Uchte zwischenraume Zwischen den Kon- 
taktflachen 
2B zweites Teil 
2B0 Chip 

2B1 AnschluBleitungen 

3 photolumineszierender Kleber 

4 photolumineszierendes Klebeband 

5 Kunststoffsubstratband mit einer Vielzahl von Tragerele- 
menten 

6 Zwischenerzeugnis: mit einem photolumineszierenden 
Klebeband beschichtetes Kunststoffsubstratband 

7 UV-Strahlungsquelle, z. b. Schwarzlichtlampe 

8 optischer Sensor 

Patentanspruche 

1. Chipkarte mit einem Tragerelement (Chipmodul, 
2), das in eine Aussparung (1A) des Kartenkorpers (1) 
unter Fretlassung einer umlaufenden Rille (ID) zwi- 
schen Tragerelement (2) und Kartenkbrper (1) einge- 
setzt ist, wobei das Tragerelement (2) aus zwei Teilen 
(2A, 2B) besteht, 

namlich einem ersten Teil (2A), das elektrisch leitfa- 

hige Kontaktflachen (2A1) aufweist, die auf einem 

Kunststoffsubstrat (2A0) angeordnet sind, 

und einen zweiten Teil (2B) in Form eines VerguBge- 

hauses, das den Chip (2B0) und die AnschluBleitungen 

(2B1) des Chips (2B0) an die Kontaktflachen (2A1) 

aufnimmt, 

wobei der erste Teil (2A) iiber den Rand des zweiten 
Teils (2B) hinausragt und das TVagerelement (2) mix 
der den Kontaktflachen (2A1) gegenuberliegendcn 
Seite auf dem Kunststoffsubstrat (2A0) zumindest in 
dem Bereich, wo das erste Teil (2A) das zweite Teil 
(2B) randseitig iiberragt, iiber einen Kleber (3) in der 
Aussparung (1A) des Kartenkorpers (1) fixiert ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB dcr Kleber (3) photolumi- 
neszierend ist und zumindest teilweise in den Bereich 
der umlaufenden Rille (ID) hineinragt. 

2. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten nach An- 
spruch 1, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte, 

I. dieBereitstellung eines Tragerelements (Chip- 
modul, 2), auf dessen Ruckseite (den Kontaktfla- 
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chcn gegenuberliegend) einc photolumineszie- 
rende HciBklebeschicht (3) aufgebracht isL, 

2. die Bereilstellung eines Kartenkdrpers (1) mil 
Aussparung (1A), 

3. das Einsetzten des Tragerelements (2) rnittels 5 
eines beheizten Stempels unter dein EinfluB von 
Druck und Warme in die Aussparung (1A) des 
Kartenkbrpers (1), wobei die Zeitdauer fur die 
Druck und Warmebeaufschlagung, der Druck, die 
Temperatur sowie die Flachc und Dicke der auf- io 
gebrachten HciBklebeschicht. (3) so gewahlt sind, 
daB die HeiBklebeschicht (3) teilweise in die urn 
das Tragerelement (2) umlaufende Rille (ID) zwi- 
schen Kartenkbrper (1) und Tragerelement (2) 
hineingepreBt wird. 15 

3. Verfahren zur Herstellung von Chipkarten nach An- 
spruch 1, gekennzeichnet durch die folgenden Schritte, 

1. die BereitstelLung eines Tragerelements (Chip- 
modul, 2), 

2. die Bereitstellung eines Kartenkdrpers (1) mit 20 
Aussparung (1A), 

3. das Einbringen einer definierten Menge eines 
photolumineszierenden Klebers (3) in flussiger 
oder pastoser Form in die Aussparung (1A) des 
Kartenkbrpers (1), 25 

4. das Einsetzen des Tragerelements (2) in die 
Aussparung (1A) des Kartenkdrpers (1), wobei 
die Menge des photolumineszierenden Klebers 
(3) so dimensioniert ist, daB dieser beim Einsetzen 
zumindest teilweise in die um das Tragerelement 30 
(2) umlaufende Rille (ID) zwischen Kartenkbrper 
(1) und Tragerelement (2) qui lit. 

4. Chipkarte mit einem Tragerelement (Chipmodul, 
2), das in eine Aussparung (1A) des Kartenkbrpers (1) 
eingesetzt ist, wobei das Tragerelement (2) aus zwei 35 
Teilen (2A, 2B) besteht, 

namlich einem ersten Teil (2A), das eine elektrisch leit- 
fahige Kontaktflachen (2A1) bildende Metallisierung 
mit isolierenden, liehten Zwischenraumen (2A2) auf- 
weist, die auf einem Kunststoffsubstrat (2A0) angeord- 40 
net ist, 

und einen zweiten Teil (2B) in Form eines VerguBge- 
hauses, das den Chip (2B0) und die AnschluBleitungen 
(2B1) des Chips (2B0) an die Kontaktflachen (2A 1) 
aufhimmt, 45 
wobei der erste Teil (2A) iiber den Rand des zweiten 
Teils (2B) hinausragt und das TVagerelement (2) mit 
der den Kontaktflachen (2A1) gegeniiberliegenden 
Seite auf dem Kunststoffsubstrat (2A1) zumindest in 
dem Bereich, wo das erste TeiL (2A) das zweite Teil 50 
(2B) randseitig iiberragt, iiber einen Kleber (3) in der 
Aussparung (1A) des Kartenkbrpers (1) fixiert ist, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Kleber (3) photolumi- 
neszierend ist und das Kunststoffsubstrat (2A0) des 
Tragerelements (2) fur ultraviolette Strahlung und fur 55 
die Photolumineszenz-StrahLung des Klebers (3) zu- 
mindest teilweise transparent ist. 

5. Chipkarte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB auch das VerguBgehause (2B) fUr ultraviolette 
Strahlung und fur die Photolumineszenz- Strahlung des 60 
Klebers (3) zumindest teilweise transparent ist. 

6. Verfahren zur Herstellung eines Zwischenerzeug- 
nisses fur Chipkarten nach Anspruch 1 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine photolumineszierende Klebe- 
schicht (3) als Klebeband (4) auf ein zur Herstellung 65 
von Tragerelementen (2) dienendes Kunststoffsubstrat- 
band (5), das fur eine Vielzahl von TVagerelementen (2) 
Kontaktflachen (2A1) und VerguBgehause (2B) mit 



Chips (2 B0) aufweist, irn Rollc/Rolle- Verfahren aufge- 
bracht wird. 

7. Chipkarte nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kleber (3) optische Aufheller, z. B. 
Derivate der Dianiinostilbensulfosaure, Benzidin, Ben- 
zidazol, Oxazoldcrivatc als photolumineszierende Be- 
standtcile aufweist. 

8. Chipkarle nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kleber (3) Ruoreszenzfarben, z. B. 
Rhodamin oder Fluorescein als photolumineszierende 
Bestandteile aufweist. 

9. System zur Priifung der Echtheit von Chipkarten 
nach Anspruch 1 oder 4, gekennzeichnet, durch eine 
ultraviolet te Strahlurigsquelle (7) und einem optischen 
Sensor (8), der die von der Klebcschicht (3) ausge- 
hende Photoluniineszcnz-Strahlung empfangt, auswer- 
tet und mit: einem vorgegebenen Erwartungswert ver- 
gleichf 

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB die spektralc Energieverteilung (das Farbspek- 
trum) der Phot olui nines zenz-Strahlung ausgewertet 
wird. 

11. System nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Intensitat (Helligkeit) der Photolumi- 
neszenz-Strahlung ausgewertet wird. 

12. System nach einem der Anspriiche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB Nachleuchtzeiten der Pho- 
tolumineszenz-Strahlung nach dem Ausschalten der ul- 
traviolet ten S trah lungsquelle (7) ausgewertet werden. 
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